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1. 서 론 
전력 변환 시스템이 요구하는 성능 향상이 증가

하며 실리콘 카바이드(SiC)를 이용한 와이드 밴드 
갭(WBG) 반도체 사용이 증가하고 있다.(1)  WBG 
반도체의 등장으로 전자기기가 더욱 소형화됨에 
따라 고전력 밀도를 가지게 되는데, 이는 열적인 
문제를 야기한다. 반도체는 열적 문제에 아주 민
감하게 반응하여, 접합온도가 증가하면 장치의 성
능이 기하급수적으로 감소한다.(2) 이 때문에 전자

기기에서 고열유속 제거를 위한 냉각 시스템 개발

은 필수적이다. 마이크로 핀-휜 모델은 우수한 열
전달 능력과 제조의 간단함으로 전자기기 냉각에 
널리 사용된다. 이에 따라 원형(3), 사각형, 타원형
(4), 등 핀-휜의 단면 형상에 따른 연구들이 진행되

었으며, 그에 따른 열성능에 대한 분석이 이루어

졌다. 

본 연구에서는 파워모듈 고열유속 제거를 위한 
노즐젯 핀-휜 냉각 시스템에서, 핀-휜의 형상을 실
린더형과 삼각뿔형으로 제시하여 냉각성능을 개선

할 수 있는 방향을 분석하였다. 수치해석 프로그

램으로 먼저 해석을 진행한 후, 해석을 검증하기 
위한 실험을 설계하고 진행하였다. 
 

2. 연구 방법 
노즐 젯 매니폴드와 핀-휜이 식각된 알루미늄 

핀 플레이트를 이용해 SiC 칩을 냉각할 수 있는 
냉각 시스템을 모델링하였다. 핀-휜의 형상은 실
린더형과 삼각뿔형으로, 두 형상에 대하여 비교 
분석을 진행하였다. 냉매는 물을 사용하였으며, 노
즐 젯 매니폴드 구조를 통해 핀플레이트의 핀-휜
에 충돌한다. ANSYS FLUENT (19.2)를 사용하여 해
석하였으며, SiC 칩에 가해지는 전력 조건은 20W-
100W, 냉매의 유속 조건은 2LPM-10LPM 으로 늘
려가며 해석하였다. 냉매의 온도 조건은 30℃로 
고정하였다. 이를 통해 총 열저항과 압력손실을 
분석하였다. 

 

3. 결 론 
연구 결과 전체적으로 삼각뿔 형상 핀-휜이 실

린더 형상 핀-휜보다 총 열저항이 낮고, 칩의 최
대온도와 평균온도가 낮다. 따라서 냉각성능은 삼
각뿔 형상이 더 우수한 것으로 판단된다. 
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